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1.概要（Summary） 

銅合金への防錆処理として、アトミックレイヤーポジショ

ン装置によるアルミナの成膜を行った。事前シミュレーショ

ンより母材の反射率に近い膜厚で 3 パターンの成膜を行

い、色見確認した。また、ALD 膜の耐久性評価サンプル

作製のために 1 パターンの成膜を行った。 

 

2.実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 ・原子層堆積装置（SUNALE-R） 

 

【実験方法】 

  銅合金の金属片試料を準備した。ALD 装置を用い、

トリメチルアルミニウム（TMA）ガス及び水蒸気ガスを流し

てアルミナの成膜を行った。 

 

3.結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1 に示す 4 パターン（①色見確認 3 パターン、②

耐久性試料作製 1 パターン）のアルミナ成膜を行った。 

なお、Pattern1～3 では、光学シミュレーションにて母

材に近い色調が得られると予想された膜厚（サブミクロン

オーダーの厚膜）を設定して成膜した。また、Pattern4 で

は、約 10nm 程度の薄い膜厚で成膜した。 

 

① 成膜厚さによって微妙に色合いは異なるが、事前シミ

ュレーションにより、概ね各地金の本来の色に近い色

見で成膜出来た。 

② 所定の防錆性能、耐久性を確保するには、一定以上

の膜厚が必要であることが分かった。 
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Fig. 1 Picture of the state on copper alloy 

after 4-pattern deposition of Al2O3. 
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